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第 2 章では、 Au/Al 接合部信頼性の不良原因を検討し、なかでもボイド生成および金属間化合物の腐食反応が高温
信頼性を低下させる主因であることを明らかにし、それらの機構解明の必要性を示している。





































(4) Au/Al 接合部における接合信頼性の支配機構をもとに、 Au ワイヤ中の合金化元素が相互拡散および化合物相
成長挙動に及ぼす影響を明らかにすることにより、信頼性を向上するための材料設計指針を提案し、その有効
性を実証している。
以上のように、本論文は、接合部の劣化現象、信頼性の支配機構について多くの知見をもたらし、さらに今後の高
密度実装において重要となるマイクロ接合部の信頼性を向上する方策に関して優れた提案を示すもので、その技術の
有効性については、現在の実装材料設計、接続技術の開発に積極的に活用されていることからも明らかであり、得ら
れた成果の妥当性、有用性は極めて高く評価される。よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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